
강의계획서[기본형 전공]

교과목명 첨단반도체패키지개론 이수구분 전공선택

학점 3 교과코드 SCSE310002 주당시수 이론( 3.0 ) / 실기( 0.0 )

개설학년 3학년 강의시간월1,2,3,화1,2,3,수1,2,3,목1,2,3강의실
소재관및공동실험실습관(101),소재관및공동실험실습관(101),소재관및공동

실험실습관(101),소재관및공동실험실습관(101)

구분 이름 사무실 연락처 / E-MAIL 상담가능시간

담당교수 김민회
N13동 801호

1973
추후공지

교번 20131006 mhkim8@hanbat.ac.kr

담당조교
0000

추후공지

수업유형

■ 이론수업 □ 실험�실습�실기 □ 이론+실험�실습�실기

□ 외국어전용강의 □ 캡스톤디자인 ■ 온라인(Online)수업

□ 블렌디드(Blended)수업

선수권장

교 과 목
없음

교과목의

개      요

반도체 패키지의 학습을 위한 전자소자의 원리와 반도체 공정 관련 기초를 학습한다.

전통적인 반도체 패키지 기술을 이해한다.

첨단 반도체 패키지 기술을 이해한다.

최신 반도체 패키지 기술 이슈를 탐색한다.

교과목의

교육목표
반도체 패키지의 전반을 이해하고 첨단 반도체 패키지 기술에 대하여 학습한다.

2025학년도 여름학기



수업 중

준수사항

면학 분위기를 저해하는 행동은 감점될 수 있음.

FL, 온라인동영상/실시간온라인수업, 대면 시험의 수업방식을 이해하고 참여할 것.

성적평가

평가방법 ■ 상대평가 □ 절대평가 □ Pass / Non pass

반영비율 출석점수 과제점수 중간평가 기말평가 수시평가 기타

합 100% 10 % 0 % 20 % 30 % 0 % 40 %

적용교수법

■ 강의법 ■ 플립러닝 □ 실험�실습�실기

□ 문제중심학습(PBL) □ 토론중심학습 □ 질문중심학습

□ 팀 기반 학습 □ 기타

강의실

환경

□ 일반강의실 □ 토의학습실 □ 컴퓨터실습실 □ 실험�실습실

□ 스마트강의실 □ 메이커스페이스실 ■ 기타

장애학생

지원사항

※ 해당 학생은 담당교수와의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 시험에 관한 교수학습 지원사항을 요청할 수 있

습니다.

※ 기타 자세한 사항은 담당 교수 또는 장애학생지원센터(821-1402)로 문의바랍니다.

 (예 : 장애유형 및 정도에 따라 강의 녹음 및 녹화 수락, 좌석 배치. 수업 중 노트북 사용. 대필 도우미, 시험시

간 연장, 확대문자 시험지 제공, 구두시험으로 대체 등)

 (담당교수는 학생의 요청 사항에 대해 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다.

교재 및 교안

교재명 저자 출판서 출판연도

수업자료 다운로드

부교재 및

참고도서

전공역량 정의 해당비율(%)

합 100(%) 0

＊ 강의 진행상황에 따라 변경될 수 있음

주별강의진행계획



주 강의내용 활용기자재 독서물, 과제, 기타

1
수업오리엔테이션

반도체 패키지 개론

2 반도체 산업의 이해, 기초전자소자

3 반도체공정개론

4 반도체패키지 기초1

5 반도체패키지 기초2

6 첨단패키지1

7 첨단패키지2

8 중간고사

9 패키지 불량

10 패키지 분석 및 불량

11 패키지 분석1

12 패키지 분석2

13 패키지 직무

14 패키지 기술이슈

15 기말고사

16



주차 대면 강의
비대면 강의 대면+비대면

동시강의
실시간 강의 동영상 녹화 강의

주별 대면/비대면 강의 진행 계획

■ 대   면 강의 : 교실강의

■ 비대면 강의 : 실시간 강의, 동영상 강의

1 √ √

2 √ √

3 √ √

4 √ √

5 √ √

6 √ √

7 √ √

8 √

9 √ √

10 √ √

11 √ √

12 √ √

13 √ √

14 √

15 √

총합 2 13 12 0

기타사항


